惠州市贯彻落实《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》工作方案

	一、总体情况
	近年来，惠州市在半导体及集成电路领域已形成一定的发展基础，涵盖半导体材料、半导体设备、封装测试等环节，分布在惠城区、博罗县、大亚湾开发区、仲恺高新区等县区。但是仍存在比较明显的短板：创新能力不强，创新要素投入不足，技术研发能力薄弱；企业规模小、数量少，市场竞争力不足；产业短板明显，半导体设计制造、高端传感器等产业核心环节仍为空白；人才严重匮乏，微电子专业在校生少，人才引进难度大；对外依存度高，产业链供应链安全可控性亟待提升。当前，惠州拥有较好的制造业基础，终端应用市场大，市场机制比较成熟，国家和省持续加大对半导体及集成电路产业的支持力度，产业发展环境不断完善，数字经济、5G、人工智能、智能网联汽车、工业互联网、超高清视频等产业对半导体及集成电路的需求快速增长，这些都为惠州发展半导体及集成电路产业提供了良好的发展机遇。

	二、工作目标
	到2025年，全市形成3家以上产值超20亿元的骨干企业，总产值突破200亿元。在封装测试环节建成较强的产业基础，半导体材料、半导体设备初具规模，芯片设计制造、EDA软件等产业核心环节实现“零”的突破；骨干企业研发投入强度明显增大，发明专利密集度和质量明显提高。封装测试、半导体材料、半导体设备等领域形成较强的研发基础，建立健全人才引进和培养体系。建成2个以上广东省半导体及集成电路领域的公共服务平台和创新平台、广东省工程研究中心等省级及以上平台；形成一批市场竞争力强、创新能力强的骨干企业。惠城区、仲恺高新区等县区带动能力逐步增强，惠州成为珠三角地区半导体及集成电路产业集聚区的重要组成部分。

	三、重点任务
	具体工作任务
	责任单位

	
	（一）夯实产业基础
	做大做强封装测试产业，加快推动在建项目建设，支持已投产项目扩大生产规模，提升封装测试产能。以光刻胶、高端纯溅射靶材、湿电子化学品等高性能材料为主要发展方向，以现有的相关产业项目和惠州新材料产业园等重大平台为依托，大力发展半导体材料产业。以封装设备、检测设备、测试设备为主要发展方向，培育发展半导体设备产业。打造行业龙头企业，推动产业园区建设。
	市发展改革局、科技局、工业和信息化局、能源和重点项目局，惠州新材料产业园规划建设指挥部，以下各项任务均需相关县（区）人民政府、管委会负责落实，不再一一列出

	
	（二）提升产业关键技术水平
	持续推进重点领域研发计划，支持我市企事业单位、高校、科研机构等单位围绕封装测试、半导体材料、半导体设备等领域开展技术攻关；瞄准电子信息功能材料、新型传感器、微纳传感器件与系统集成的前沿方向，立足我市产业基础，开展前瞻性、基础性、战略性、系统性研究，促进关键核心技术实现突破。推动工程研究中心、创新平台建设。鼓励已投产企业提升技术能力、研发能力。全面落实国家研发费用加计扣除优惠政策。
	惠州学院，市发展改革局、科技局、工业和信息化局，国家税务总局惠州市税务局

	
	（三）打造公共服务平台、创新平台等各类平台
	支持我市企事业单位、高校、科研机构等围绕半导体及集成电路产品检测、封装测试、半导体材料、关键设备及零部件研发等领域布局建设国家级、省级半导体及集成电路公共服务平台和创新平台，积极争取省区域协调发展战略专项资金支持。支持我市企业、高校及其他社会机构创建广东省工程研究中心、国家和省工程技术研究中心等平台。
	市发展改革局、教育局、科技局、工业和信息化局

	
	（四）构建高水平产业创新体系
	依托产业链部署创新链，支持联合攻关产业关键共性技术，推进成果转化，形成深度融合产学研体系。支持我市科技创新项目按照“广东发布、全国揭榜”的“揭榜挂帅”模式进行项目立项和组织实施。鼓励相关新型研发机构创新人员聘用和团队组织机制。强化成果导向，建立技术经纪人（经理人）培育和评价机制。探索创新链、产业链和资金链深度融合机制，通过技术入股、市场化运作等方式推动科研成果快速转化，形成创新利益共同体，激发科研单位和科研人员创新潜力。
	市科技局、教育局、工业和信息化局、国资委

	四、保障措施


	（一）加强组织领导
	市发展改革局、科技局、工业和信息化局牵头统筹推进全市半导体及集成电路产业发展。相关县（区）、各有关部门高度重视半导体及集成电路产业发展，加大政策支持力度，形成市、相关县（区）联动工作合力。相关县（区）、市有关单位对半导体及集成电路产业发展的重大问题和政策措施组织开展调查研究，形成研究报告，提供咨询建议。相关县（区）应结合实际，制定具体落实方案，细化政策措施，层层落实责任。
	市发展改革局、科技局、工业和信息化局等市有关单位

	
	（二）加大国资、财政、金融支持力度
	推动引导市属国有企业、国有资本进入半导体及集成电路相关领域。争取省产业发展基金、创新创业基金、科技创新战略专项资金，国家和省半导体及集成电路产业投资基金，以及其他相关专项资金支持我市产业项目和平台建设。鼓励各类创业投资和股权投资基金投资我市半导体和集成电路产业。引导半导体及集成电路企业加入我市供应链金融服务平台，依托核心企业授信获得信贷支持。鼓励符合条件的企业利用资本市场获得融资，争取纳入我市上市企业培育库。
	市发展改革局、科技局、财政局、国资委、金融工作局

	
	（三）支持重大项目建设
	半导体及集成电路产业的重大项目优先列入市重点项目建设计划，对晶圆制造项目需要新增建设用地由市统筹新增建设用地计划指标给予倾斜保障。积极吸引国内外半导体及集成电路龙头企业、科研机构在惠州建设项目，建立重大项目投资决策和快速落地联动响应机制。对投资额较大的半导体材料、半导体设备、封装测试、芯片设计制造、EDA软件等领域的大型投资项目，以及产业带动明显的国家级和省级公共服务平台、创新平台，按照“一事一议”的方式予以支持，开通“绿色通道”快速办理。
	市发展改革局、科技局、工业和信息化局、财政局、自然资源局、商务局

	
	（四）强化人才保障
	市相关高层次人才引进计划将半导体及集成电路产业列入支持方向，加快引进高端领军人才、创新团队和管理团队。半导体及集成电路产业领域高技能人才享受惠州市“首席技师”培养工程补助及其他相关待遇。推动国产软件设备进校园。支持我市科研工作者申请省基础与应用基础研究基金的资金专项资助。鼓励校企联合培养技术能手。兼顾高端领军人才、中间骨干力量、技术能手等多层次人才需求，适当放宽人才认定标准。鼓励相关县（区）在住房保障、医疗保障、子女就学、创新创业等方面对半导体及集成电路人才给予一定的支持。
	市人才办，市发展改革局、教育局、科技局、人力资源和社会保障局





